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Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(54) Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von Chipkarten 

(57) Bei einem Verfahren zum Herstellen von Chipkarten, bei 
dem wenigstens ein Chipkarten-Modul in eine Modul-Aus- 
sparung eines Chipkartenkorpers eingefugt und unter Druck- 
anwendung mittels eines Schmelzklebstoffs mit dem Chip- 
kartenkorper verbunden wird, wird der Schmelzklebstoff vor 
dem Einfugen des Moduls verflussigt und in flussigem 
Zustand aufgetragen, ehe der Modul bei in flussigem 
Zustand gehaltenen Schmelzklebstoff eingefugt und. zumin- 
dest kurzzeitig, angedruckt wird. Bei einer Vomchtung zum 
Durchfuhren des Verfahrens ist eine Vorrichtung (V) zum 
dosierenden Auftragen in flussigem Zustand bereitgesteilten 
Schmelzklebstoffs (S) auf den Chipkartenkorper (K) und/ 
oder den Modul (M) sowie eine Vorrichtung (P) zum lokalen, 
zumindest kurzzeitigen Gegeneinanderdrucken von Modul 
(M) und Chipkartenkorper (K) unter Verteilen des flussigen 
^" Schmelzklebstoffs (S) vorgesehen. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren gemaB dem 
Oberbegriff des Patentanspruchs 1 sowie eine Vorrich- 
tung gemaB nebengeordnetem Patentanspruch 6. 

Durch Vorbenutzung in der Praxis ist es bekannt, 
Chipkartenmodule mit Verankerungselementen durch 
Einlaminieren zwischen Laminierfolien des Chipkarten- 
kdrpers einzubetten. 

Ferner ist es aus der Praxis bekannt, Chipkartenmo- 
dule, die in einem VorbehandlungsprozeB mit Schmelz- 
klebefolie beschichtet sind, in den Chipkartenkorper 
einzulaminieren, wobei die Schmelzklebefolie unter An- 
wendung von Druck und Temperatur wahrend des Ein- 
laminierens aktiviert wird. 

Weiterhin ist es in der Praxis bekannt, einen Chipkar- 
tenmodul, auf den in einem VorbehandlungsprozeB eine 
Schmelzklebefolie aufgebracht wird, in die Modulaus- 
sparung des Chipkartenkdrpers einzusetzen und die 
Schmelzklebefolie durch Kontakt-Warmeeinwirkung 
unter Druck zu aktivieren. Dabei ist durch die Warme- 
anwendung stets eine Deformation des Chipkartenkdr- 
pers auf der dem Modul gegenuberliegenden Seite ge- 
geben, die selbst durch lokales Kuhlen nicht vermeidbar 
ist 

SchlieBlich ist in der Praxis noch ein weiteres Verfah- 
ren ublich, bei dem vor dem Einsetzen des Moduls in die 
Aussparung des Chipkartenkdrpers ein Cyanacrylatkle- 
ber (Sekundenkleber) aufgetragen wird. Zur Herstel- 
lung der Verbindung und zur Hdheneinstellung des Mo- 
duls in der Aussparung wird dieser angepreBt Aufgrund 
der chemischen Eigenschaften des Klebers, durch Diffu- 
sion des Klebers selbst oder bestimmter Komponenten 
davon, ergeben sich Vera 1 nderungen in der Chipkarte im 
Aussparungsbereich bzw. sehr harte Stellen im Randbe- 
reich zwischen dem Modul und der Aussparung, die im 
Gebrauch der Chipkarte bei deren Biegen leicht Risse 
hervorrufen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Ver- 
fahren und eine Vorrichtung anzugeben, mit denen eine 
zuverlassige Einbindung des Moduls in den Chipkarten- 
korper, auch bei einer Serienproduktion mdglich ist, und 
mit denen sich Chipkarten sehr hoher Qualitat hinsicht- 
lich geometrischer Genauigkeit, auBerer Formstabilitat 
und hervorragender Gebrauchseigenschaften uber lan- 
ge Gebrauchsdauer erreichen lassen. 

Die gestellte Aufgabe wird erfindungsgemaB mit dem 
Verfahren gemaB Patentanspruch 1 und mit einer Vor- 
richtung gemaB Patentanspruch 6 gelost. 

Mit dem Verfahren lassen sich Module, die in Einzel-, 
Flachen-, Streifen- und Rollenverband verarbeitet wer- 
den, sehr zuverlassig mit Chipkartenkdrpern vereinigen. 
Es ist zum Herstellen der Verbindung kein zusatzliches 
lokales ganz- oder teilflachiges Erwarmen des Moduls 
und/oder des Chipkartenkdrpers notwendig. Die im 
verfliissigten Schmelzklebstoff gespeicherte Warme- 
menge ist relativ gering und fuhrt zu keiner Deforma- 
tion auf der dem Modul gegenuberliegenden Seite des 
Chipkartenkdrpers. Durch die beim Zusammenfugen 
flussige Konsistenz des Schmelzklebstoffs laBt sich der 
Modul sehr genau und mit relativ geringem Druck in 
der Aussparung positionieren und in der Hdhe bundig 
mit der Oberseite des Chipkartenkdrpers einstellen. Die 
Verbindung zwischen dem Modul und dem Chipkarten- 
korper ist hochbelastbar. Es ergibt sich ein gleichfdrmi- 
ges Biegeverhalten der Chipkarte uber ihre gesamte 
Flache. Im Verbindungsbereich zwischen dem Modul 
und dem Chipkartenkorper werden Versprodungen 


oder die Gebrauchseigenschaften negativ beeintrachti- 
gende Inhomogenitaten vermieden. Bei dem Verfahren 
wird mit duroplastischen oder mit thermoplastischen 
Schmelzklebstoff gearbeitet. 
5 Mit der Vorrichtung lassen sich auf vollautomati- 
schem Weg stabile, geometrisch sehr genaue, uber lange 
Standzeiten hochbeanspruchbare und langlebige Ver- 
bindungen zwischen dem Modul und dem Chipkarten- 
korper herstellen. 

io Unter dem Begriff Schmelzklebstoff werden hierbei 
Schmelzklebstoffe verstanden, wie sie in Ullmann, 4. 
Auflage, Seite 235, 4.1.1. Seite 236 und 237 5.1.1, und 
Rdmpp, 9. Auflage, Seite 4037, eriautert sind. Beispiels- 
weise sind demgemaB Schmelzklebstoffe Athylenvynil- 

15 acetat-Copolymere, Polyamide, niedermolekulare Poly- 
ethylene, ataktische Polypropylene, Athylen-Acrylester- 
Copolymere, karboxylgruppenhaltige Copolymere, Sty- 
rolbutadien- und Styrolisopren- Blockcopolymerisate, 
Polyaminoamide, aliphatische und aromatische Poly- 

20 ester, Polyurethane und dergleichen. Der uberwiegende 
Teil der Schmelzklebstoffe laBt sich zwischen 150°C 
und 190°C schmelzen und haftet nach dem Erkalten und 
Erstarren. 

GemaB Anspruch 2 wird der Schmelzklebstoff unab- 
25 hangig vom FugeprozeB verfliissigt, so daB beim Zu- 
sammenfugen von Modul und Chipkartenkdrper keine 
weitere Warmezufuhr fur die Verbindung bendtigt wird. 
Der Schmelzklebstoff wird in flussigem Zustand und 
erst unmittelbar vor dem EinfQgen des Moduls aufgetra- 
30 gen. Das Fugen findet bei noch flussigem Schmelzkleb- 
stoff statt. 

GemaB Anspruch 3 wird der flussige Schmelzkleb- 
stoff so aufgetragen, daB sich der FugeprozeB mdglichst 
ungestdrt und rasch durchfuhren laBt. 

35 Die Verfahrensvariante gemaB Anspruch 4 ermdg- 
Iicht einen raschen und exakt dosierten Auftrag im Hin- 
blick auf eine mdglichst flachendeckende Verteilung un- 
ter Vermeiden von im Randbereich zwischen dem Mo- 
dul und der Modulaussparung austretendem Schmelz- 

40 klebstoff. 

Urn zu vermeiden, daB der Schmelzklebstoff aufgrund 
fehlender Warmezufuhr wahrend des Fugens zu fruh zu 
erstarren beginnt und den FugeprozeB stdrt, ist die Zeit- 
vorgabe gemaB Anspruch 5 vorteilhaft. Innerhalb von 5 

45 Sekunden, vorzugsweise innerhalb von 2 Sekunden, las- 
sen sich das Auftragen, Dosieren und Ftigen mit einfa- 
chen technischen Mitteln durchfuhren. Bei einem voll- 
automatischen Verfahrensablauf laBt sich so ein hoher 
AusstoB fertiger Chipkarten erzielen. 

so Die geringfiigige Erwarmung des Moduls vor dem 
Einfugen nach Anspruch 6 vermeidet ein vorzeitiges 
Erstarren des Schmelzklebstoffs durch augenblickliche 
Warmeaufnahme im Metall des Moduls. Dadurch wird 
ein Behinderung des genauen Positionierens des Moduls 

55 vermieden. 

Die Ausfiihrungsform der Vorrichtung gemaB An- 
spruch 8 hat den Vorteil, daB in dem Behalter eine rela- 
tiv groBe Menge an flussigem Schmelzklebstoff bereit- 
haltbar ist, aus der die jeweils erforderliche Dosis pro- 

60 blemlos zur Auftragsstelle fdrderbar ist. Mit der zweck- 
maBigerweise programmgesteuerten Auftragvorrich- 
tung laBt sich die jeweilige Schmelzklebstoffdosis im 
Hinblick auf eine flachendeckende Verteilung genau po- 
sitionieren. Gegebenenfalls wird die Schwerkraft zum 

65 Fdrdern des fliissigen Schmelzklebstoffs eingesetzt. Es 
ist denkbar, mittels einer angetriebenen Fdrdervorrich- 
tung, z. B. einer Pumpe oder eines Kolbens, den fliissi- 
gen Schmelzklebstoff zu fdrdern und zu dosieren. 
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Besonders wichtig ist die Ausfiihrungsform gemaB 
Anspruch 9, Derartige Vorrichtungen sind in der Ver- 
packungsindustrie ublich und deshalb kostengunstig er- 
haitlich, Sie brauchen nur geringfugig fur die Anforde- 
rungen bei der Herstellung von Chipkarten modifiziert 5 
zu werden. 

Mit der Ausfuhrungsform genial Anspruch 10 lassen 
sich geometrisch prazise Chipkarten herstellen, in deren 
aussparungsseitiger Oberflache der Modul bundig ein- 
gepaBtist. , . 10 

Die Ausfuhrungsform gemaB Anspruch 11 1st bei der 
voilautomatischen Serienproduktion von Chipkarten 
zweckmaBig. Gegebenenfalls wird der auch Kopf mit 
der Ausgabeoffnung fur den fiussigen Schmelzklebstoff 
stationar gehalten, und entweder der Modul oder der 15 
Chipkartenkorper zum Auftragen den Schmelzkleb- 
stoffs zum Kopf hin- und von diesem dann wieder weg- 
bewegt. 

Anhand der Zeichnungen wird erne Ausfuhrungslorm 
des Erfindungsgegenstandes erlautert Fig. 1 ist eine 20 
Schemadarstellung einer Vorrichtung zum Herstellen 
von Chipkarten. 

In einer Auflage A mit einer Aufnahme 13 fur einen 
Chipkartenkorper K wird wenigstens ein Chipkarten- 
korper K in einer Einfugevorrichtung E bereitgehalten. 25 
Obwohl nur ein Chipkartenkorper K gezeigt ist, konnte 
auch ein Streifen oder Bogen mit einer Vielzahl von 
Chipkartenkorpern K bereitgestellt werden. Jeder 
ChipkartenkSrper K besitzt wenigstens eine Modulaus- 
sparung 9, die zur Aufnahme eines Chipkarten-Moduls 30 
M bestimmt ist. Jeder Chipkartenmodul M wird mit ei- 
nem Halter 14 (z. B. einem Saughalter) gehalten und 1st 
gegebenenfalls aus einem Einzel-, Flachen-, Streifen- 
oder Rollenverband (nicht gezeigt) herausgeldst wor- 
den. Der Halter 14 laBt sich beispielsweise mit einer 35 
Antriebsvorrichtung 8 in Richtung eines Doppelpfeiles 
auf und ab bewegen, um den Modul M in die Ausspa- 
rung 9 einzusetzen, ihn dabei zumindest kurzzeitig an- 
zudrticken und genau bundig mit der Oberflache des 
Chipkartenkorpers zu positionieren. 40 

Dem Halter 14 kann eine nicht-gezeichnete Heizung 
zum leichten Erwarmen des Metalls des Moduls zuge- 
ordnetsein. 

Ferner ist eine Vorrichtung V zum dosierenden Aut- 
tragen in flussigem Zustand bereitgestellten Schmelz- 45 
klebstoffs S vorgesehen. Diese weist einen mit einer 
Heizung 2 versehenen Behalter 1 auf, der uber eine 
Fdrderleitung 3 mit einer Auftragvorrichtung 5, 6 yer- 
bunden ist. Die Auftragvorrichtung 5, 6 umfaBt einen 
Kopf 5 mit Ausgabeoffnungen 6, Gegebenenfalls 1st in 50 
der Fdrderleitung 3 ein taktweise betatigbares Ventil 7 
oder eine Absperrvorrichtung vorgesehen. Die Heizung 
2 kann sich auch entiang der Fdrderleitung 3 und bis 
zum Kopf 5 erstrecken. Gegebenenfalls ist eine Pumpe 
(nicht gezeigt) oder ein Kolben (bei 4 angedeutet) zum 55 
Fordern des fiussigen Schmeizklebstoffs vorgesehen. 
Der Kopf 5 laBt sich mit Antriebsvorrichtungen 10, 1 1 in 
mehrere Richtungen, vorzugsweise programmgesteu- 
ert t verstellen, um (bei der gezeigten Ausfuhrungsform) 
mehrere Tropfen des Schmeizklebstoffs S in der Aus- 6 o 
sparung 9 auf zutragen. Nach dem Auftrag wird der 
Kopf 5 wegbewegt und der Modul M sofort unter kurz- 
zeitigem Andriicken in der Aussparung 9 positioniert. 
Die Antriebsvorrichtung 8 kann dabei als Vorrichtung P 
zum Andriicken des Moduls M arbeiten. Es ist aber auch 6 5 
denkbar, eine getrennte Andruck-Vorichtung P zu ver- 
wenden, die den Modul M lokal und kurzzeitig unter 
flachendeckendem Verteilen des Schmeizklebstoffs an- 


driickt und positioniert. 

Alternativ ware es moglich, den Schmelzklebstoff S 
auf den Modul M aufzutragen oder, falls zweckmaBig, 
den Schmelzklebstoff S sowohl auf den Modul M als 
auch in die Aussparung 9 zu bringen. Es konnte ferner 
der Kopf 5 stationar gehalten und entweder der Chip- 
kartenkorper K und/oder der Modul M zum Auftragen 
an den Kopf 5 hinbewegt werden. Das Auftragen der 
Schmeizklebstoffs S und das Einfugen des Moduls M 
wird innerhalb einer Zeitspanne von 5 Sekunden, vor- 
zugsweise innerhalb von ca. 2 Sekunden durchgefuhrt 
Gegebenenfalls wird die Auflage A durch eine Antriebs- 
vorrichtung 12 verstellt. Es ware auch denkbar, den Mo- 
dul M stationar zu halten, und den Chipkartenkorper K 
relativ zum Modul M entsprechend zu verstellen. 

Eine weiter Mdglichkeit besteht darin, den fiussigen 
Schmelzklebstoff aufzuspriihen, aufzurakeln, aufzustrei- 
chen oder aufzurollen. 

ZweckmaBigerweise wird der Schmelzklebstoff S in 
Form von Punkten, Strichen, Spuren, Bahnen, gegebe- 
nenfalls in einem im Hinblick auf eine flachendeckende 
Verteilung vorbestimmten Muster, z. B. in einem Poly- 
gonzug mit beliebiger n-Eckenkonfiguration, aufgetra- 
gen, Der Chipkartenkorper K wird dann mit dem Modul 
M durch kurzzeitiges, lokales Andrucken nur im Bereich 
der Aussparung 9 verbunden. Die im fiussigen Schmelz- 
klebstoff S gespeicherte Warmemenge ist relativ gering 
und fuhrt zu keiner Deformation auf der dem Modul 
gegenuberliegenden Seite des Chipkartenkorpers. 

Die Vorrichtung V ist zweckmafiigerweise eine in der 
Verpackungsindustrie zum Verkleben von Verpackun- 
gen ubliche Vorrichtung, die an die hohen Prazisionsan- 
forderungen bei der Chipkartenherstellung angepaBt 
ist. Die fertige Chipkarte erhalt eine auBerordentlich 
Stabilitat ohne Deformationserscheinungen an der 
Ruckseite und ohne Versprddungen der Werkstoffe in 
der Klebezone. Die Chipkarte ist uber lange Standzei- 
ten zuverlassig zu gebrauchen. 

Fur das Verfahren eignen sich gleichermaBen duro- 
plastische oder thermoplastische Schmelzklebstoffe. 
Der Schmelzklebstoff wird entweder durch energeti- 
sche Vorbehandlung unmittelbar am Zusammenfugeort 
von Modul und Chipkartenkorper in die flussige Phase 
gebracht und in dieser gehalten. Es ist aber auch denk- 
bar, den Schmelzklebstoff an anderer Stelle zu verflussi- 
gen und in einem warmeisolierten Behalter an der Ver- 
arbeitungssteile bereitzustellen. 


Ausfuhrungsbeispiele 
Beispiel 1 

Auf die Klebeflachen eines Moduls M aus FR-4-Tra- 
germaterial (Epoxid-Materiai, wie es in der Leiterplat- 
tentechnik ublich ist) wird eine Raupe aus flussigem 
duroplastischem Schmelzklebstoff als rechteckige, ge- 
schlossene Spur aufgetragen. Der Modul M wird unmit- 
telbar danach (innerhalb von 2 Sekunden) in die Ausspa- 
rung 9 des aus Polycarbonat bestehenden Chipkarten- 
korpers K eingesetzt und angepreBt. Nach der schmelz- 
klebstoff-spezifischen Abkuhlzeit wird eine feste Ver- 
bindung zwischen dem Modul und dem Chipkartenkor- 
per erhalten, 

Beispiel 2 

In die Aussparung 9 des Chipkartenkorpers K (z. B. 
aus PVC-bestehend) werden vier Punkte eines fiussigen 
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thermoplastischen Schmelzklebstoffs S auf die unten 
Iiegende KJebeflache aufgetragen. Unmittelbar danach 
wird der passende Modul M aus FR-4-Tragermaterial 
mit seiner KJebeflache eingesetzt und angepreBt. Nach 
der schmelzklebstoff-spezifischen Abkuhlzeit wird eine 5 
feste Verbindung zwischen dem Modul und dem Chip- 
kartenkorper erhalten. 

In beiden Fallen wird beim Einpressen den Moduls in 
die Aussparung 9 der Modul bis auf ein NennmaB ange- 
drtickt, bei dem sichergestellt ist, daB sich eine glatt 10 
durchgehende OberfMche der Chipkarte ergibt. 

Die mit diesem Verfahren und in der Vorrichtung 
hergestellten Chipkarten sind u. a. als Telefon-, Bu- 
chungs- und Prozessorkarten und dergleichen verwend- 


Patentanspriiche 

1. Verfahren zum Herstellen von Chipkarten, bei 
dem wenigstens ein Chipkarten- Modul in eine Mo- 20 
dulaussparung eines Chipkartenkorpers eingefiigt 
und unter Druckanwendung mittels eines Schmelz- 
klebstoffs mit dem Chipkartenkorper verbunden 
wird, dadurch gekennzeichnet, daB der Schmelz- 
klebstoff vor dem Einfugen des Moduls verflussigt 25 
und in flussigem Zustand aufgetragen wird, und daB 
der Modul bei in flussigem Zustand gehaltenem 
Schmelzklebstoff eingefiigt und, zumindest kurz- 
zeitig, angedriickt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 30 
zeichnet, daB der Schmelzklebstoff auf energeti- 
schem Weg bis zur Verfliissigung vorbehandelt, in 
flussigem Zustand zur Auftragsstelle gefordert, 
aufgetragen und beim Auftrag dosiert wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 35 
zeichnet, daB der verflQssigte Schmelzklebstoff auf 
den Modul und/ oder den Chipkartenkorper aufge- 
tragen wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der verflussigte Schmelzklebstoff in 40 
Form von mehreren Punkten oder als wenigstens 
eine Linie, eine Bahn, eine Raupe oder eine Spur, 
gegebenenfalls in einem im Hinblick auf eine fla- 
chendeckende Verteilung vorbestimmten Muster, 
aufgetragen wird. 45 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Auftragen und 
Zusammenfugen innerhalb eines Zeitraums von 
circa 5 Sekunden, vorzugsweise innerhalb von circa 

2 Sekunden, durchgefuhrt wird. 50 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Modul vor dem 
Einfugen gelinde in einem solchen MaB erwarmt 
wird, daB ein sofortiges, lokales Erstarren des 
Schmelzklebstoffs vermieden wird. 55 

7. Vorrichtung zum Herstellen von Chipkarten aus 
wenigstens einem mit einer Modulaussparung vor- 
gefertigten Chipkartenkorper und wenigstens ei- 
nem Chipkarten-Modul, der mittels eines Schmelz- 
klebstoffs mit dem Chipkartenkorper verbindbar eo 
ist, mit einer Auflage fur Chipkartenkorper und mit 
einer Einfugevorrichtung fur Chipkarten-Module, 
gekennzeichnet durch eine Vorrichtung (V) zum 
dosierenden Auftragen in flussigem Zustand bereit- 
gestellten Schmelzklebstoffs (S) auf den Chipkar- 65 
tenkorper (K) und/oder den Modul (M), und durch 
eine Vorrichtung (P) zum lokalen, zumindest kurz- 
zeitigen Gegeneinanderdrucken von Modul (M) 


und Chipkartenkdrper (K) unter Verteilen des flus- 
sigen Schmelzklebstoffs. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Vorrichtung (V) einen beheizba- 
ren Behalter (1) fur Schmelzklebstoff (S), eine F6r- 
dervorrichtung (3; 4), eine Dosiervorrichtung und 
eine, vorzugsweise programmgesteuerte, Auftrag- 
vorrichtung (5, 6) fur den flussigen Schmelzkleb- 
stoff (5) aufweist 

9. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Vorrichtung (V) zum Schmelzen, 
Fordern und Auftragen des flussigen Schmelzkleb- 
stoffs (S) von einer in der Verpackungsindustrie 
iiblichen Vorrichtung abgeleitet ist. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Einfugevorrichtung (E) eine 
Druckvorrichtung (8) umfaBt, mit der der Modul 
(M) biindig mit der Oberfiache des Chipkartenkor- 
pers (K) in die Modulaussparung (9) einpreBbar ist. 

1 1. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Vorrichtung (V) wenigstens einen 
Kopf (5) mit wenigstens einer Ausgabe6ffnung (6) 
aufweist, und daB wenigstens eine Antriebsvorrich- 
tung (10, 1 1, 8, 12) zum relativen Bewegen des Kop- 
fes (5) und des Moduls (M) bzw. des Chipkartenkdr- 
pers (K) vorgesehen ist. 
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